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© (57) Abstract: The invention relates to a method and a component system (4) for providing a substrate (1) with an electronic compo- 
nent (2). The component system (4) comprises a substrate carrying device (5) for receiving the substrate, a wafer carrying device (6 j 
O placed over the substrate carrying device (5) for receiving a wafer carrying frame (10). as well as a vacuum pincette-holder device (7) 
Q P laced above lhe wafer carrying device (6 ). The water carrying frame (10) can receive a complete semiconductor wafer (3) divided 
into electronic components. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und em BestUckungssystem (4) zum BestUcken eines Substrats U) 
nut einem elektronischen Bauteil (2). Dazu weist das BestUckungssystem (4) eine Substrathalteeinrichtung (5) zur Aufnahme des 
Substrats ( 1), erne oberhalb der Substrathalteeinrichtung (5) Waferhalteeinrichtung (6) zur Aufnahme eines Waferhalterahmens ( 10) 
und eine oberhalb der Waferhalteeinrichtung (6) angeordnete Vakuumpinzetten-Halteeinrichtung (7) auf. Dazu kann der Waferhal- 
terahmen (10) kann einen kompletten in elektronische Bauteile geteilten Halbleiterwafer (3) aufnehmen 



